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Abstract (en)
[origin: WO8403293A1] A fast-curing, phenolic laminating resin comprising a resole resin in an organic solvent, about 2 to 15% of a material
selected from the group consisting of formamide, N-methyl formamide, N,N-dimethyl formamide, N-ethyl formamide, N,N-diethyl formamide, N,N-
diphenyl formamide and N-methyl formanilide, and a catalytic amount of an inorganic alkaline material. The laminating resin exhibits sufficiently high
penetration and curing characteristics for use in a low pressure, continuous laminating process.

Abstract (fr)
Résine phénolique de laminage à polymérisation rapide comprenant une résine de résol dans un solvant organique, 2 à 15 % environ d'un matériau
sélectionné dans le groupe se composant de formamide, N-méthyl formamide, N,N-diméthyl formamide, N-éthyl formamide, N,N-diéthyl formamide,
N,N-diphényl formamide et N-méthyl formanilide, ainsi qu'une quantité catalytique d'un matériau alcalin inorganique. La résine de laminage présente
des caractéristiques de pénétration suffisamment élevées et de polymérisation rapide, permettant de l'utiliser dans un procédé de laminage en
continu à basse pression.
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